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(54) BODENPLATTE, ELEKTRONISCHES BAUTEIL UND VERFAHREN

(57) Die Erfindung betrifft eine Bodenplatte für ein
elektronisches Bauteil, insbesondere ein elektronisches
Relais, aufweisend einen plattenförmigen Grundkörper,
insbesondere aus Kunststoff, und wenigstens einem
elektrischen Kontakt, wobei der elektrische Kontakt den
Grundkörper vollständig durchgreift, wobei der elektri-
sche Kontakt einendseitig einen elektrischen Anschluss-

stecker des elektronischen Bauteils, insbesondere des
Relais, bildet, wobei der elektrische Kontakt andernend-
seitig einen elektrisch leitfähigen Verbindungsabschnitt
aufweist, welcher mit einer Leiterplatte zur Ausbildung
einer dauerhaften elektrischen Verbindung lötfrei ver-
bindbar, insbesondere in die Leiterplatte einpressbar, ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bodenplatte für ein
elektronisches Bauteil, insbesondere ein elektronisches
Relais. Ferner betrifft die Erfindung ein Relais mit einer
Bodenplatte und ein Verfahren zur elektrischen und me-
chanischen Verbindung einer Bodenplatte mit einer Lei-
terplatte eines Relais.
[0002] Elektronische Schaltungen werden häufig in
Relaisgehäusen untergebracht. Hier setzt man in der Re-
gel auf ein genormtes System auf, welches die Schnitt-
stelle zum Gegenstecker in Form von Kontaktanordnung
und Kontaktgeometrie gemäß der einschlägigen ISO-
Normen 7588 oder 8092 definiert.
[0003] Elektromechanische Relais werden in Millionen
Stückzahlen und teilweise auch vollautomatisch gefer-
tigt. Bei elektronischen Relais ist das in der Regel nicht
der Fall. Dies ist zum einen der Anzahl verschiedener
Varianten und zum anderen fertigungstechnischen Her-
ausforderungen geschuldet. Bei den elektromechani-
schen Relais ist der Relais-Spulenkörper oft auch schon
mit einem Teil der Kontakte verbunden. Die elektrome-
chanischen Relais sind vom Aufbau, Anzahl der Pins,
grundsätzlich sehr ähnlich, so dass sich diese vergleichs-
weise besser automatisieren lassen.
[0004] Zur Fertigung elektronischer Bausätze gibt es
verschiedene Ansätze.
[0005] Gemäß einem ersten Ansatz werden einzelne
Kontakte auf die Leiterplatte montiert und anschließend
verlötet. Diese Kontakte werden dann durch eine Kunst-
stoffplatte fixiert und ausgerichtet. Teilweise haben die
Kontakte dann auch eine Art Verrastung um in der Bo-
denplatte fixiert werden zu können. Dadurch können me-
chanische Kräfte die durch die Montage der Baugruppe
oder im Betrieb durch Vibration entstehen aufgenommen
werden.
[0006] Gemäß einem zweiten Ansatz wird die Leiter-
platte direkt auf der Bodenplatte räumlich parallel aus-
gerichtet montiert. Bei diesem Konzept werden Stan-
dardkontakte auf die Leiterkarte aufgelötet und dann in
die Bodenplatte montiert. Die Entflechtung erfolgt dann
auf der Leiterplatte. Kleinere Schaltungen können dann
auch direkt hier realisiert werden. Aufgrund dessen, dass
die Kontakte auf der Leiterkarte verlötet werden, ist die
verfügbare Fläche je nach Kontaktanzahl vergleichswei-
se gering. Auch lassen sich bedrahtete Bauteile wie Re-
lais nur mit erhöhtem Aufwand bestücken.
[0007] Beide Ansätze haben jedoch den Nachteil, dass
die Ausrichtung der Kontakte oder der Bodenplatte bei
der Montage erfolgen muss. Wenn die Kontakte nicht
rechtwinklig oder vorschriftsmäßig montiert sind, werden
mechanische Kräfte auf die Leiterkarte übertragen und
können die Lötstellen beschädigen, was zu einem ver-
frühten Ausfall der Baugruppe führen kann. Beide Sys-
teme ermöglichen damit keine wirtschaftlich sinnvolle au-
tomatisierte Produktion bei geringeren Stückzahlen oder
nur mit höheren Aufwand. Auch aufgrund dessen, dass
immer mehr Funktionsumfang in diese vergleichsweise

kleinen elektronischen Baugruppen integriert werden
muss und der Platz der Leiterkarte sehr begrenzt ist,
müssen neue Fertigungstechniken entwickelt werden.
[0008] Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zu Grun-
de, ein elektronisches Bauteil, insbesondere ein elektro-
nisches Relais, anzugeben, welches in einem automati-
sierten Verfahren herstellbar und dessen Fertigungsauf-
wand verringert ist.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung eine Bodenplatte für ein elektronisches Bauteil, ins-
besondere ein elektronisches Relais, vor, aufweisend ei-
nen plattenförmigen Grundkörper, insbesondere aus
Kunststoff, und wenigstens einem elektrischen Kontakt,
wobei der elektrische Kontakt den Grundkörper vollstän-
dig durchgreift, wobei der elektrische Kontakt einendsei-
tig einen elektrischen Anschlussstecker des elektroni-
schen Bauteils, insbesondere des Relais, bildet, wobei
der elektrische Kontakt andernendseitig einen elektrisch
leitfähigen Verbindungsabschnitt aufweist, welcher mit
einer Leiterplatte zur Ausbildung einer dauerhaften elek-
trischen Verbindung lötfrei verbindbar, insbesondere in
die Leiterplatte einpressbar, ist.
[0010] Der Lösung liegt der Gedanke zugrunde, die
mechanisch fragilen Lötverbindungen durch eine andere
Art der elektrischen und der mechanischen Verbindung
zu ersetzen. Die Erfindung macht sich im Bereich der
elektronischen Bauteile, insbesondere der Relais, erst-
malig die Einpresstechnik zunutze. Bei der Einpresstech-
nik gibt es unterschiedliche Möglichkeiten am Kontakt
eine Einpresszone auszuführen. Die Einpresszone kann
bevorzugt als Kraftaufnahmeabschnitt an der Außenkan-
te oder in der Fläche der Kontakte ausgeführt werden.
Die Kontakte sind dabei vorzugsweise mit eckigem, ins-
besondere rechteckigem, quadratischen Querschnitt
ausgebildet. Prinzipiell sind auch Kontakte mit rundem
Querschnitt möglich. Durch die erfindungsgemäße löt-
freie Verbindung zwischen Bodenplatte und Leiterplatte
ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass elektroni-
sche Relais mit der erfindungsgemäßen Bodenplatte in
einem automatisierten Verfahren hergestellt werden
können. Darüber hinaus ist der Fertigungsaufwand des
Relais durch den vollständigen Verzicht auf Lötverbin-
dungen zwischen Leiterplatte und den Kontakten der Bo-
denplatte in vorteilhafter Weise verringert. Die Einpress-
technik bringt auch den Vorteil, dass der Übergangswi-
derstand einer Einpressverbindung wesentlich geringer
als der einer Lötstelle ist. Bei Verwendung von Leistungs-
elektronik reduziert diese Technologie die Wärmeent-
wicklung der Baugruppe und steigert somit die Effizienz
der Baugruppe.
[0011] Der Verbindungsabschnitt kann einendig, zwei-
endig oder mehrendig ausgebildet sein. Jedes Ende ist
dabei mit der Leiterplatte gesondert verbindbar, insbe-
sondere in die Leiterplatte einpressbar. Verschiedene
Kontakte können je nach gewünschter Funktionalität des
Relais hinsichtlich der Anzahl ihrer Enden unterschied-
lich ausgestaltete Verbindungsabschnitte aufweisen.
Die einzelnen Enden sind dabei in Form eines Pins aus-
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gebildet. Vorzugsweise erstrecken sich die verschiede-
nen Pins eines Verbindungsabschnitts beabstandet und
parallel zueinander in die gleiche Richtung. Die Pins kön-
nen im Querschnitt eckig und/oder rund ausgebildet sein.
Ebenso können die mit den Pins korrespondierenden
Verbindungsstellen der Leiterplatte in Abhängigkeit der
Querschnittsgeometrie des jeweiligen Pins ebenfalls kor-
respondierend rund und/oder eckig ausgebildet sein.
[0012] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Erfin-
dung ist wenigstens einer der Kontakte winklig ausgebil-
det. Der den Anschluss des Relais bildende Abschnitt
des Kontakts erstreckt sich dabei in eine andere Richtung
als der der Verbindung mit der Leiterplatte dienende Ver-
bindungsabschnitt. Vorzugsweise verlaufen beide Ab-
schnitte im rechten Winkel zueinander. Vorzugsweise
sind die einzelnen Abschnitte des Kontakts zu diesem
Zweck im gewünschten Winkel zueinander umgebogen.
Durch die Einpresstechnik wird dabei die Bodenplatte
bei der Verbindung mit der Leiterplatte automatisch, vor-
zugsweise rechtwinklig, zur Leiterplatte ausgerichtet. Die
Bauteile auf der Leiterplatte müssen kein weiteres Mal
erwärmt werden. Dies reduziert den Stress für die Bau-
teile.
[0013] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass sich der Verbindungsab-
schnitt wenigstens bereichsweise im Wesentlichen par-
allel zu der ihm zugewandten flächigen Seite des Grund-
körpers erstreckt. Hierdurch kann der Verbindungsab-
schnitt durch lineare Bewegung der Bodenplatte
und/oder des Kontakts in eine korrespondierende Öff-
nung der Leiterplatte eingeführt werden. Komplexe Be-
wegungen in mehr als eine Richtung werden hierdurch
vermieden, was hinsichtlich der Automatisierung des
Herstellungsprozesses des Relais von Vorteil ist.
[0014] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der elektrische Kontakt
und/oder der Grundkörper einen Kraftaufnahmeab-
schnitt aufweist, welcher sich winklig, insbesondere
rechtwinklig, zu dem Verbindungsabschnitt erstreckt. Im
Gegensatz zu aus dem Stand der Technik bekannten
Erzeugnissen, welche mittels Einpresstechnik herge-
stellt werden können, kann die Krafteinleitung nicht über
eines der Enden der Kontakte erfolgen, wie dies üblicher-
weise der Fall ist. Dies ist im Besonderen dann der Fall,
wenn die Kontakte winklig ausgebildet sind, um eine
winklige, vorzugsweise rechtwinklige, Ausrichtung zwi-
schen Bodenplatte und Leiterplatte im Relais zu realisie-
ren. Sollen in diesem Fall die zur Einpressung notwen-
digen Kräfte gleichwohl über die Bodenplatte oder über
die Kontakte auf die Leiterkarte übertragen werden, ist
es bevorzugt, Kraftaufnahmeabschnitte zu definieren.
Aufgrund der geometrischen Ausgestaltung der Kontak-
te kann jedoch nicht einendseitig auf den Kontakt linear
die Kraft eingebracht werden. Stattdessen weist der Kon-
takt eigens dafür ausgebildete Kraftaufnahmeabschnitte
auf, über welche die Einpresskraft auf den Kontakt wirken
kann. Zusätzlich kann es vorgesehen sein, die Boden-
platte linear (horizontal oder vertikal) in Richtung der Lei-

terkarte zu bewegen. Alternativ kann auch die Leiterplat-
te linear in Richtung der Bodenplatte zum Zwecke der
Verbindung bewegt werden. Ein Kraftaufnahmeab-
schnitt kann dabei von eine Kante oder eine flächige Sei-
te des Kontakts und/oder des Grundkörpers bereitge-
stellt sein. Ein Kraftaufnahmeabschnitt selbst kann als
Kantenabschnitt, Seitenabschnitt und/oder als Ausneh-
mung, insbesondere als Einkerbung, ausgebildet sein.
Eine Einkerbung kann linienförmig oder punktförmig aus-
gebildet sein. Eine linienförmige Einkerbung bietet den
Vorteil einer homogenen Krafteinleitung über einen grö-
ßeren Bereich. Über eine punktförmige Einkerbung las-
sen sich vergleichsweise hohe Kräfte punktuell auf den
Kontakt und/oder den Grundkörper übertragen.
[0015] Im Falle der gewinkelten, insbesondere recht-
winkligen, Ausgestaltung des Kontakts weist dieser zwei
an den Winkel anliegende Schenkel auf. Der erste
Schenkel weist dabei endseitig den Abschnitt auf, der
den Anschluss des Relais bildet. Der zweite Schenkel
stellt demgegenüber endseitig den Verbindungsab-
schnitt bereit. Es ist bevorzugt, dass Kraftaufnahmeab-
schnitt und Verbindungsabschnitt von dem zweiten
Schenkel des Kontakts bereitgestellt werden. Besonders
bevorzugt schließt sich der Kraftaufnahmeabschnitt in
Richtung auf den Winkel des Kontakts zu unmittelbar an
den Verbindungsabschnitt an. Der Kraftaufnahmeab-
schnitt erstreckt sich gegenüber dem Verbindungsab-
schnitt vorzugsweise in einem Winkel, insbesondere in
einem rechten Winkel. Vorzugsweise ist der Kraftaufnah-
meabschnitt in entgegengesetzter Richtung zum ersten
Winkel abgewinkelt. Der Kraftaufnahmeabschnitt er-
streckt sich damit vorzugsweise parallel zum ersten
Schenkel. Sie erstrecken sich weiter vorzugsweise in die
gleiche Richtung. bevorzugt erstreckt sich der Kraftauf-
nahmeabschnitt in Erstreckungsrichtung über den ersten
Schenkel hinaus.
[0016] Die Einpressung kann ausschließlich oder zu-
sätzlich über die Kontakte erfolgen. Hierzu sind vorzugs-
weise wenigstens ein Stempel vorgesehen, welcher auf
den wenigstens einen Kontakt zum Zwecke des Einpres-
sens einwirkt. Alternativ ist vorzugsweise ein Kraftüber-
träger in Form eines separaten Bauteils, insbesondere
einer Maske, vorgesehen, welcher über die Kontakte ge-
schoben wird, möglich. Der Kraftüberträger ist hierzu vor-
zugsweise an den wenigstens einen Kontakt, vorzugs-
weise an eine Mehrzahl von Kontakten, geometrisch an-
geformt.
[0017] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen dass der Kraftaufnahmeabschnitt
zwischen Grundkörper und Verbindungsabschnitt ver-
laufend ausgebildet ist. Vorzugsweise ist der Kraftauf-
nahmeabschnitt dabei im Kontakt ausgebildet. Hierdurch
wird die Krafteinleitung in den Kontakt verbessert. Ins-
besondere werden im Falle einer winkligen Ausgestal-
tung des Kontakts unerwünschte gegengerichtete Hebe-
leffekte vermieden.
[0018] Erfindungsgemäß können die Kontakte eine
dem Grunde nach beliebige Querschnittsgeometrie auf-
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weisen. Die Kontakte können im Querschnitt insbeson-
dere eckig oder rund ausgebildet sein. Gemäß einem
bevorzugten Merkmal der Erfindung ist vorgesehen,
dass der elektrische Kontakt als plattenförmiger Stab
ausgebildet ist. Der Stab weist wenigstens bereichswei-
se einen rechteckigen Querschnitt auf. Ferner weist der
Stand wenigstens bereichsweise eine rechteckige Au-
ßenkontur auf. Der Kraftaufnahmeabschnitt ist dabei vor-
zugsweise von wenigstens einer der schmalen Kanten
des Stabs gebildet sein. Gemäß einer alternativen be-
vorzugten Ausgestaltung ist der Kraftaufnahmeabschnitt
von einem flächigen Abschnitt des Stabs Vorzugsweise
weist der Kontakt einen rechtwinkligen Querschnitt auf.
Hierdurch wird die Kraftübertragung auf den Kontakt ver-
bessert. Der Kraftaufnahmeabschnitt verläuft vorzugs-
weise zwischen dem Verbindungsabschnitt und dem den
Relaisanschluss bildenden Ende des Kontakts.
[0019] Der Kontakt ist vorzugsweise aus einem elek-
trisch leitfähigen Material, vorzugsweise ein Metall, ins-
besondere Kupfer, gebildet. Alternativ Kann der Kontakt
aus einem beliebigen Material, insbesondere einem
Kunststoff gebildet und mit einem elektrisch leitfähigen
Material, vorzugsweise ein Metall, insbesondere Kupfer,
beschichtet sein. Der Grundkörper der Bodenplatte ist
vorzugsweise aus einem elektrisch isolierenden Materi-
al, vorzugsweise einem Kunststoff, gebildet.
[0020] Vorzugsweise sind die Kontakte in dem Grund-
körper geführt. Dies dient der positionsgenauen Ausrich-
tung zur Leiterplatte. Weiter bevorzugt sind sie im Grund-
körper verankert. Dies hat den Vorteil, dass die Kontakte
während des Einpressens nicht aus dem Grundkörper
herausgedrückt werden können.
[0021] Die Erfindung betrifft ferner ein elektronisches
Bauteil, insbesondere ein Relais, bevorzugt ein elektro-
nisches Relais, aufweisend eine Bodenplatte gemäß der
Erfindung und eine Leiterplatte, wobei Bodenplatte und
Leiterplatte derart zueinander angeordnet sind, dass sich
die flächige Seite des Grundkörpers der Bodenplatte und
die flächige Seite des Grundkörpers der Leiterplatte im
Wesentlichen im rechten Winkel zueinander erstrecken,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte wenigs-
tens eine Kontaktstelle aufweist, in welche der Verbin-
dungsabschnitt des wenigstens einen Kontakts der Bo-
denplatte zur elektrischen und einer mechanischen Ver-
bindung eingepresst ist.
[0022] Durch den erfindungsgemäßen Einsatz der Ein-
presstechnik erfolgt in vorteilhafter Weise zeitgleich die
elektrische Verbindung zwischen Leiterplatte und Kon-
takt der Bodenplatte sowie die mechanische Befestigung
und Ausrichtung der Bodenplatte an der Leiterplatte. Er-
möglicht wird dies durch die Verwendung der erfindungs-
gemäßen Bodenplatte. Das erfindungsgemäße Bauteil,
insbesondere Relais, kann durch die erfindungsgemäße
Ausbildung in einem automatisierten Verfahren herge-
stellt werden. Hierdurch lassen sich Fertigungsaufwand
und -kosten in vorteilhafter Weise verringern.
[0023] Gemäß einem bevorzugten Merkmal des Bau-
teils, insbesondere Relais, ist vorgesehen, dass die Kon-

taktstelle als Bohrung und/oder als Schlitz ausgebildet
ist. Der Schlitz ist vorzugsweise als Färbung ausgebildet.
Die Bohrung und/oder der Schlitz sind dabei vorzugswei-
se innenseitig mit einem leitfähigen Material, insbeson-
dere Kupfer, beschichtet. Alternativ zu einer Beschich-
tung besteht die Möglichkeit, die Bohrung mit einer eine
Aufnahme für den Verbindungsabschnitt des Kontakts
bereitstellenden Hülse aus einem leitfähigen Material,
insbesondere Kupfer, zu bestücken. Die Kontaktstelle
weist dabei einen Innenumfang auf, der kleiner ist, als
der Außenumfang des Verbindungsabschnitts des Kon-
takts. Bei dem Einpressvorgang wird der Verbindungs-
abschnitt des Kontakts unter Materialverdrängung in die
Kontaktstelle eingepresst und dort ortsfest fixiert. Vor-
zugsweise wird das leitfähige Material der Kontaktstelle
verdrängt. Die Verdrängung kann ein irreversibler Mate-
rialabtrag sein. In Abhängigkeit der anliegenden Press-
kraft kann es zwischen Verbindungsabschnitt und Kon-
taktstelle zu einer erwünschten Kaltverschweißung kom-
men. Hierdurch wird die Stabilität der Verbindung weiter
verbessert. Alternativ ist der Verbindungsabschnitt
und/oder die Kontaktstelle im rechten Winkel zur Ein-
pressrichtung wenigstens teilweise kompressibel ausge-
bildet. Dies kann insbesondere durch Anlegung einer Fe-
dervorspannung erfolgen. In diesem Fall kann die Fixie-
rung ohne Materialabtrag realisiert werden.
[0024] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Kontaktstelle in Form einer Durchkontaktierung ausge-
bildet ist. Eine "Durchkontaktierung" bezeichnet im Sinne
der Erfindung eine elektrische Verbindung verschiede-
ner Leiterebenen einer Leiterplatte mittels einer Boh-
rung.
[0025] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur
elektrischen und mechanischen Verbindung einer Bo-
denplatte und einer Leiterplatte eines erfindungsgemä-
ßen elektronischen Bauteils, insbesondere eines elek-
tronischen Relais, bei dem

- mittels einer Positioniereinrichtung die Grundkörper
der Bodenplatte und der Leiterplatte derart angeord-
net werden, dass sie winklig, insbesondere recht-
winklig, zueinander ausgerichtet sind und dass der
Verbindungsabschnitt des Kontakts der Bodenplatte
derart über der Kontaktstelle der Leiterplatte positi-
oniert wird, dass diese entlang einer gemeinsamen
Achse verlaufen;

- mittels einer Presseinrichtung Kraft auf den Kraftauf-
nahmeabschnitt der Bodenplatte in Richtung der Lei-
terplatte ausgeübt wird;

- der Verbindungsabschnitt in die Kontaktstelle einge-
presst wird, wobei gleichzeitig eine lötfreie elektri-
sche Verbindung zwischen Verbindungsabschnitt
und Kontaktstelle ausgebildet und die Bodenplatte
mechanisch an der Leiterplatte fixiert wird.

[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren verzichtet
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bei der Ausbildung der elektrischen Verbindung zwi-
schen den Kontakten der Bodenplatte und der Leiterplat-
te vollständig auf die Ausbildung von Lötverbindungen.
Stattdessen bedient es sich ausschließlich der Einpres-
sung der Kontakte der Bodenplatte in die Kontaktstellen
der Leiterplatte. Hierdurch kann das Verfahren vollstän-
dig automatisiert ausgestaltet sein. Fertigungsaufwand
und Fertigungskosten für das erfindungsgemäße Relais
werden hierdurch erheblich reduziert. Insbesondere in
Anbetracht des Fachkräftemangels und der Lohnkosten
in Deutschland kann das erfindungsgemäße Relais mit-
tels des erfindungsgemäßen Verfahrens wesentlich kos-
tengünstiger, in höherer Qualität und in größerer Stück-
zahl gefertigt werden.
[0027] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Presseinrichtung über ei-
nen Pressstempel verfügt, welcher während des Press-
vorgangs mit dem Kraftaufnahmeabschnitt in Eingriff ge-
bracht wird. Der Eingriff kann vorzugsweise formschlüs-
sig sein. Zu diesem Zweck weist der Pressstempel eine
mit dem Kraftaufnahmeabschnitt korrespondierend aus-
gebildete Aufnahme, insbesondere einen Aufnahme-
schlitz auf. Hierdurch wird zum einen die Positionierung
des Pressstempels relativ zu Kraftaufnahmeabschnitt
vereinfacht. Die Aufnahme wirkt mithin als Positionierhil-
fe. Ferner verhindert der kraftschlüssige Eingriff ein Ver-
rutschen des Pressstempels während des Pressvor-
gangs; insbesondere in einem automatisierten Verfah-
ren. Der Pressstempel kann dabei unmittelbar mit dem
Kraftaufnahmeabschnitt in Eingriff gebracht werden. Al-
ternativ kann der Pressstempel unter Zwischenordnung
eines vorgenannten Kraftüberträgers mittelbar mit dem
Kraftaufnahmeabschnitt in Eingriff gebracht werden.
[0028] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass Positioniereinrichtung
und/oder Presseinrichtung als Roboter ausgebildet sind,
wobei die Positionierung und die Einpressung mittels des
Roboters durchgeführt wird. Positioniereinrichtung und
Presseinrichtung können dabei als separate Roboter
ausgebildet sein. Alternativ können beide Einrichtungen
als ein Roboter ausgebildet sein. Hierdurch wird das Ver-
fahren weitergehend automatisiert. Fertigungsaufwand
und Fertigungskosten für das erfindungsgemäße Relais
werden hierdurch weiter reduziert.
[0029] Insgesamt betrachtet bedient sich die Erfindung
erstmalig auf dem Gebiet der Herstellung elektronischer
Relais der Einpresstechnik. Die Einpresstechnik an sich
mag zwar aus dem Stand der Technik bekannt sein, je-
doch gerade nicht mit Bezug auf elektronische Relais,
welche sich durch eine Vielzahl immanenter technischer
Merkmale von den üblichen Einsatzgebieten der Ein-
presstechnik unterscheiden. Erst durch die Erfindung
wird die Einpresstechnik für die Herstellung elektroni-
scher Relais nutzbar gemacht.
[0030] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
für den Fachmann nicht beschränkend zu verstehenden
Ausführungsbeispiels erläutert. Dabei zeigen

Fig. 1 eine Bodenplatte gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung in perspektivischer
Darstellung mit gelösten Kontakten;

Fig.2 die Bodenplatte gemäß Fig.1 in verschiedener
seitlicher Ansicht;

Fig.3 die Bodenplatte gemäß Fig.1 in perspektivi-
scher Darstellung mit fixierten Kontakten;

Fig.4 eine Bodenplatte gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung in perspektivischer
Darstellung mit gelösten Kontakten;

Fig.5 die Bodenplatte gemäß Fig.4 in verschiedener
seitlicher Ansicht;

Fig.6 die Bodenplatte gemäß Fig.4 in perspektivi-
scher Darstellung mit fixierten Kontakten;

Fig.7 die Bodenplatte gemäß Fig.4 in Ansicht von un-
ten mit fixierten Kontakten;

Fig.8 Einpresssystem gemäß der Erfindung in pers-
pektivischer Explosionsdarstellung;

Fig.9 Einpresssystem gemäß Fig.8 in seitlicher ge-
presster Ansicht.

[0031] Mit Bezug auf die nachfolgenden Figuren ist zu
beachten, dass auch in verschiedenen Ausführungsfor-
men gleiche Bezugszeichen gleiche Merkmale bezeich-
nen. Ferner sind der besseren Erkennbarkeit halber nicht
alle gleichen Merkmale mit Bezugszeichen versehen.
Vielmehr sind die in den Figuren mit Bezugszeichen ver-
sehenen Merkmale stellvertretend für die anderen in der
Figur enthaltenen gleichen Merkmale bezeichnet wor-
den. Dies betrifft insbesondere die Merkmale "Kontakt",
"Aufnahmeschlitz", "Verbindungsabschnitt", "Kraftauf-
nahmeabschnitt", "Anschlussstecker" und "Pin". Für den
Fachmann sind gleiche Merkmale jedoch ohne Weiteres
erkennbar.
[0032] Figur 1 zeigt eine Bodenplatte 1 gemäß einer
ersten Ausführungsform der Erfindung. Die Bodenplatte
1 weist einen Grundkörper 2 und neun Kontakte 3 auf.
[0033] Dargestellt ist die Bodenplatte 1 mit gelösten
Kontakten 3 welche verschieden tief in in der Bodenplatte
1 ausgebildete Aufnahmeschlitze 4 eingeführt sind. Der
Grundkörper 1 weist vorliegend für jeden Kontakt 3 einen
gesonderten Schlitz 4 auf. Der Grundkörper 1 weist einen
im wesentlichen rechteckigen Umfang mit abrundeten
Ecken auf. Er ist aus einem elektrisch isolierenden Ma-
terial in Form von Kunststoff gebildet und dient auch der
Zugentlastung der Kontakte 3.
[0034] Die Kontakte 3 sind vorliegend als gewinkelt
ausgebildete Metallplatten ausgebildet. Vorzugsweise
sind sie aus verkupfertem und verzinnten Stahl gebildet.
[0035] Jeder Kontakt 3 ist einendseitig als elektrischer
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Anschlussstecker 5, 6, 7 für ein erfindungsgemäßes Re-
lais ausgebildet. Die Anschlussstecker 5 sind als 2,8 mm
Anschluss ausgebildet. Die Anschlussstecker 6 sind als
6,3 mm Anschluss ausgebildet. Die Anschlussstecker 7
sind als 9,5 mm Anschluss ausgebildet.
[0036] Andernendseitig weist jeder Kontakt 3 einen
Verbindungsabschnitt 8 auf. Die Verbindungsabschnitte
8 verlaufen zum jeweiligen Anschlussstecker 5, 6, 7 des
Kontakts 3 im rechten Winkel.
[0037] Zwischen dem als Anschlussstecker ausgebil-
deten Ende 5, 6, 7 des Kontakts 3 und dem Verbindungs-
abschnitt 8 ist wenigstens ein Kraftaufnahmeabschnitt 9
ausgebildet. Bei bestimmungsgemäßer Verfahrens-
durchführung wird ein wenigstens ein Presstempel mit
wenigstens einem Kraftaufnahmeabschnitt 9 in Eingriff
gebracht. Der Pressstempel überträgt anschließend eine
Kraft senkrecht auf den jeweiligen Kraftaufnahmeab-
schnitt 9 und in Erstreckungsrichtung der Pins 10.
[0038] Jeder der Verbindungsabschnitte 8 weist vor-
liegend wenigstens einen Pin 10 zur Verbindung mit einer
Kontaktstelle der Leiterplatte auf. Die Anzahl der Pins
wird dabei durch die Stromtragfähigkeit welche die Kon-
takte erbringen sollen bestimmt. vorliegend weisen 5 der
Kontakte 3 zwei Pins 10 und 4 der Kontakte 3 einen Pin
10 auf. Zusätzlich zu den Pins 10 weisen die Verbin-
dungsabschnitte 8 einen Steg 11 und/oder wenigstens
eine Anlagekante 12 zur elektrischen Verbindung mit der
Leiterplatte auf. Der Stege 11 und Anlagekanten 12 die-
nen darüber hinaus der Fixierung des Kontakts 3 am
Grundkörper 2.
[0039] Figur 2 zeigt die Bodenplatte 1 gemäß der Er-
findung in zwei verschiedenen Seitenansichten. Die Kon-
takte 3 sind vorliegend im fixierten Zustand dargestellt.
In diesem fixierten Zustand werden die Kontakte 3 in die
Leiterplatte eingepresst. Zu diesem Zweck werden die
Pressstempel mit den Kraftaufnahmeabschnitten 9 in
Eingriff gebracht und senkrecht auf die Kraftaufnahme-
abschnitte 9 eine Presskraft in Pressrichtung A übertra-
gen.
[0040] Ferner zu erkennen sind in Figur 2 die mit un-
terschiedlicher Bemessung ausgebildeten Anschluss-
stecker 5 (2,8 mm), Anschlussstecker 6 (6,3 mm) und
Anschlussstecker 7 (9,5 mm). Insgesamt weist die Bo-
denplatte 1 vorliegend zwei 9,5 mm Anschlussstecker,
drei 6,3 mm Anschlussstecker und vier 2,3 mm An-
schlussstecker auf.
[0041] Figur 3 zeigt die erfindungsgemäße Bodenplat-
te 1 in perspektivischer Darstellung. In der gezeigten Dar-
stellung der Bodenplatte befinden sich die Kontakte 3 im
am Grundkörper fixierten Zustand.
[0042] Es ist zu erkennen, dass sich die Kraftaufnah-
meabschnitte 9 in diesem Zustand zwischen dem Grund-
körper 2 und dem jeweiligen Verbindungsabschnitt 8 er-
strecken.
[0043] Die Kraftaufnahmeabschnitte 9 erstrecken sich
dabei jeweils im rechten Winkel zu dem jeweiligen Ver-
bindungsabschnitt 8. Die Kraftaufnahmeabschnitte 9
sind jeweils durch die schmalen Kanten der plattenför-

migen Kontakte 3 gebildet.
[0044] Die Figuren 4 bis 7 zeigen eine Bodenplatte 1
gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung.
Die Bodenplatte 1 weist einen Grundkörper 2 und neun
Kontakte 3 auf. Die Ausführungsformen der Figuren 1
bis 3 einerseits und der Figuren 4 bis 6 andererseits un-
terscheiden sich nur durch die Ausgestaltung der An-
schlussstecker 5, 6, 7 der jeweiligen Kontakte 3, deren
Anordnung sowie der damit verbundenen Merkmale. Der
grundsätzliche Aufbau ist jedoch gleich. Daher lassen
sich die Merkmale der verschiedenen Ausführungsfor-
men problemlos aufeinander übertragen und/oder mit-
einander kombinieren.
[0045] Dargestellt in Figur 4 ist die Bodenplatte 1 mit
gelösten Kontakten 3 welche vorliegend zur Veran-
schaulichung verschieden tief in in dem Grundkörper 2
ausgebildete Aufnahmeschlitze 7 eingeführt sind. Jeder
Kontakt 3 ist einendseitig als elektrischer Anschlussste-
cker 5, 6 für ein erfindungsgemäßes Relais ausgebildet.
Die Anschlussstecker 5 sind als 2,8 mm Anschluss aus-
gebildet. Die Anschlussstecker 6 sind als 6,3 mm An-
schluss ausgebildet. Im Gegensatz zur Ausführungsform
nach Figur 1 ist kein Anschlussstecker 7 mit einem 9,5
mm Anschluss vorgesehen.
[0046] Figur 5 zeigt die Bodenplatte 1 gemäß Figur 4
in zwei verschiedenen Seitenansichten. Die Kontakte 3
sind vorliegend im fixierten Zustand dargestellt. In die-
sem fixierten Zustand werden die Kontakte 3 in die Lei-
terplatte eingepresst. Zu diesem Zweck werden die
Pressstempel mit den Kraftaufnahmeabschnitten 9 in
Eingriff gebracht und senkrecht auf die Kraftaufnahme-
abschnitte 9 eine Presskraft in Pressrichtung A übertra-
gen.
[0047] Ferner zu erkennen sind in Figur 5 die mit un-
terschiedlicher Bemessung ausgebildeten Anschluss-
stecker 5 (2,8 mm) und Anschlussstecker 6 (6,3 mm).
[0048] In Figur 6 sind die Kontakte 3 ebenfalls im fi-
xierten Zustand gezeigt, bei dem die Kontakte 3 unbe-
weglich mit dem Grundkörper 2 verbunden sind. Der
Grundkörper 2 weist vorliegend für jeden Kontakt 3 einen
gesonderten Schlitz 4 auf. Der Grundkörper 2 weist einen
im wesentlichen rechteckigen Umfang mit abrundeten
Ecken auf. Er ist aus einem elektrisch isolierenden Ma-
terial in Form von Kunststoff gebildet.
[0049] Jeder der Verbindungsabschnitte 8 weist vor-
liegend wenigstens einen Pin 10 zur jeweiligen Verbin-
dung mit einer Kontaktstelle der Leiterplatte auf.
[0050] Figur 7 zeigt die Bodenplatte 1 in Ansicht von
unten mit Blick auf die als Anschlussstecker 5, 6 ausge-
bildeten Enden der Kontakte 3. Insgesamt weist die Bo-
denplatte vorliegend fünf 6,3 mm Anschlussstecker und
vier 2,3 mm Anschlussstecker auf.
[0051] In Figuren 8 und 9 ist ein erfindungsgemäßes
Einpresssystem zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Einpressverfahrens dargestellt. In Figur 8 zeit die
Komponenten des Systems in Explosionsdarstellung. Fi-
gur 9 zeigt das System im eingepressten Zustand.
[0052] Zu erkennen sind der Grundkörper 2 sowie die
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Kontakte 3, welche zusammen die Bodenplatte 1 bilden.
[0053] Dargestellt ist ferner eine Leiterplatte 13. Die
Leiterplatte 13 weist vorliegend eine Vielzahl von Kon-
taktstellen in Form von Löchern 14 auf. Die Löcher 14
können wenigstens teilweise als Bohrungen ausgebildet
sein. In die Löcher 14 werden die Pins 10 eingepresst.
Dabei nimmt jedes Loch 14 im eingepressten Zustand
einen Pin 10 auf. Die Löcher 14 sind dabei korrespon-
dierend zu der Anordnung der Pins 10 im fixierten Zu-
stand in der Leiterplatte 13 positioniert.
[0054] Die Löcher 14 weisen innenseitig ein leitfähiges
Material, wie Kupfer, Nickel, Silber, Gold oder ähnliches
auf. Vorliegend sind die Löcher 14 innenseitig mit Kup-
ferbeschichtet. Dies dient zum einen der elektrischen
Verbindung von Leiterplatte 13 und Bodenplatte 1. Fer-
ner wird während des Einpressens der Pins 10 ein Teil
der Kupferbeschichtung durch die auf die Kontakte 3 wir-
kende Presskraft abgetragen, wobei eine mechanische
Klemmverbindung, insbesondere kraftschlüssige Ver-
bindung, zwischen Loch 14 und Pin 10 entsteht.
[0055] Zu erkennen ist ferner eine erste Presseinrich-
tung 15. Die erste Presseinrichtung 15 weist eine Ein-
richtung 16 zur Aufnahme der Leiterplatte 13 auf. Die
Einrichtung 16 ist aus zwei parallel zueinander angeord-
neten Haltern 17 gebildet. Jeder Halter 17 weist beidend-
seitig einen Befestigungssteg 18 auf. Die Befestigungs-
stege 18 eines Halters 17 weisen auf ihrer einander zu-
gewandten Seite 19 eine kreisbogenförmige Kontur auf.
Die Kontur ist konvex ausgebildet.
[0056] Korrespondierend zu der konvexen Kontur der
Seiten 19 sind in der umlaufenden Kante 20 der Leiter-
platte 13 insgesamt vier kreisbogenförmige konkave
Ausnehmungen 21 ausgebildet. Die Leiterplatte 13 ist
derart in die Einrichtung 16 einlegbar, dass jeweils ein
Befestigungssteg 18 mit seiner konvexen Seite 19 in je-
weils eine konkave Ausnehmung 21 eingreift.
[0057] Darüber hinaus ist eine zweite Presseinrichtung
22 dargestellt. Die Presseinrichtung 22 wird zur Einpres-
sung der Kontakte 3 in die Leiterplatte 13 in Eingriff mit
der Bodenplatte 1 gebracht. Hierzu weist die Pressein-
richtung 22 einen durchgehenden Pressabschnitt 23 auf.
Der Pressabschnitt 23 ist hinsichtlich seiner Topographie
auf Anzahl, Anordnung und Form der Kontakte 3 abge-
stimmt. Der Pressabschnitt 23 weist dadurch Unterab-
schnitte 24 auf, die mit den Kraftaufnahmeabschnitten 9
während des Einpressens in Eingriff gebracht werden,
um eine Presskraft von der Presseinrichtung 22 auf die
Bodenplatte 1 zu übertragen. Jeder Unterabschnitt 56
bildet in dieser Ausführungsform einen Pressstempel.
[0058] Darüber hinaus kann es vorgesehen sein, dass
mittels eines weiteren Unterabschnitts des Pressab-
schnitts 23 Presskraft unmittelbar auf den Grundkörper
2 übertragen wird. Hierzu wird der Unterabschnitt ab-
schnittsweise mit einer der beiden stufenartig überein-
ander angeordneten Kanten 25, 26 des Grundkörpers 2
in Eingriff gebracht.
[0059] Die Presseinrichtung 22 ist vorliegend als ein-
stückiges Formteil ausgebildet. Sie kann prinzipiell aus

Kunststoff und/oder Metall gebildet sein. Vorliegend ist
sie aus Metall gebildet. Durch die Presseinrichtung 22
ist sichergestellt, dass die Presskraft besonders gleich-
mäßig auf die Bodenplatte 1 und insbesondere auf die
Kontakte 3 verteilt wird. Es wird mithin eine Beschädi-
gung der Bodenplatte 1, der Kontakte 3 und der Leiter-
platte 13 verhindert.
[0060] Die Presseinrichtung 22 weist ferner haltersei-
tig zwei Führungselemente 27, 28 auf. Die Führungse-
lemente 27, 28 sind als rechteckige Vorsprünge in der
Presseinrichtung 22 ausgebildet. Bestimmungsgemäß
dienen sie als Zentrierhilfe und/oder als Endanschlag bei
der Einpressung. Zu diesem Zweck wirken sie mit einem
der Halter 17 derart zusammen, dass ein Führungsele-
ment 27, 28 entlang eines Befestigungsstegs 18 geführt
wird. Im eingepressten Zustand stehen die Führungse-
lemente 27, 28 in direktem Kontakt mit einem im rechten
Winkel zu den Befestigungsstegen 18 verlaufenden Plat-
tenabschnitt 29. In diesem Zustand wirken sie als Ab-
standshalter und markiert den Endpunkt des Presswe-
ges. Durch die Führungselemente 27, 28 ist damit sicher-
gestellt, dass die Leiterplatte 13 nicht beschädigt wird.
[0061] Darüber hinaus kann der Plattenabschnitt 29
derart ausgebildet sein, dass unter der Position der Pins
10 im eingepressten Zustand entsprechende Bohrungen
ausgebildet sind, so dass die Pins 10 dort während und
nach dem Einpressvorgangs eindringen können bzw.
Platz haben und die Kraft um die Bohrung aufgenommen
werden kann und somit die Leiterplatte 13 nicht beschä-
digt wird.
[0062] Am Ende des Einpressverfahrens sind die Bo-
denplatte 1 und die Leiterplatte 13 derart miteinander
verbunden, dass sich deren einander zugewandte Flä-
chen in einem Winkel von 90° zueinander erstrecken.
[0063] Die beiden Ausführungsformen dienen lediglich
der Verdeutlichung der Erfindung. Andere Ausführungs-
formen sind hierdurch ausdrücklich nicht ausgeschlos-
sen. Insbesondere ist die Erfindung nicht auf die Verwen-
dung von Standardmaßen für Anschlussstecker festge-
legt. Vielmehr ist es ebenfalls möglich anstatt der stan-
dardisierten Ausführungen mit Querschnittslängen von
2,8 mm, 6,3 mm oder 9,5 mm auch hiervon abweichende
Maße bereitzustellen, wie etwa 2 mm, 6 mm oder 10 mm.
Im Rahmen der Erfindung sind damit prinzipiell An-
schlussstecker mit Querschnittslängen zwischen 1 mm
und 12 mm möglich.

Bezugszeichenliste

[0064]

1 Bodenplatte
2 Grundkörper
3 Kontakt
4 Schlitz
5 Anschlussstecker
6 Anschlussstecker
7 Anschlussstecker
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8 Verbindungsabschnitt
9 Kraftaufnahmeabschnitt
10 Pin
11 Steg
12 Anlagekante
13 Leiterplatte
14 Loch
15 Presseinrichtung
16 Einrichtung
17 Halter
18 Befestigungssteg
19 konvexe Seite
20 Kante
21 konkave Ausnehmung
22 Presseinrichtung
23 Pressabschnitt
24 Unterabschnitt
25 Kante
26 Kante
27 Führungselement
28 Führungselement
29 Plattenabschnitt

A Pressrichtung

Patentansprüche

1. Bodenplatte für ein elektronisches Bauteil, insbe-
sondere ein elektronisches Relais, aufweisend ei-
nen plattenförmigen Grundkörper, insbesondere
aus Kunststoff, und wenigstens einem elektrischen
Kontakt, wobei der elektrische Kontakt den Grund-
körper vollständig durchgreift, wobei der elektrische
Kontakt einendseitig einen elektrischen Anschluss-
stecker des Bauteils, insbesondere des Relais, bil-
det, dadurch gekennzeichnet, dass der elektri-
sche Kontakt andernendseitig einen elektrisch leit-
fähigen Verbindungsabschnitt aufweist, welcher mit
einer Leiterplatte zur Ausbildung einer dauerhaften
elektrischen Verbindung lötfrei verbindbar, insbe-
sondere in die Leiterplatte einpressbar, ist.

2. Bodenplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elektrische Kontakt winklig aus-
gebildet ist, wobei sich der Verbindungsabschnitt
und der den elektrischen Anschlussstecker bildende
Abschnitt im rechten Winkel zueinander erstrecken
und sich der Verbindungsabschnitt wenigstens be-
reichsweise im Wesentlichen parallel zu der ihm zu-
gewandten flächigen Seite des Grundkörpers er-
streckt.

3. Bodenplatte nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische
Kontakt und/oder der Grundkörper einen Kraftauf-
nahmeabschnitt aufweist, welcher sich winklig, ins-
besondere rechtwinklig, zu dem Verbindungsab-

schnitt erstreckt.

4. Bodenplatte nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kraftaufnahmeabschnitt zwi-
schen Grundkörper und Verbindungsabschnitt ver-
laufend ausgebildet ist.

5. Bodenplatte nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische
Kontakt als im Wesentlichen plattenförmiger Stab
ausgebildet ist, wobei der Kraftaufnahmeabschnitt
von wenigstens einer der schmalen Kanten des
Stabs und/oder als Einkerbung gebildet ist.

6. Elektronisches Bauteil, insbesondere elektroni-
sches Relais, aufweisend eine Bodenplatte nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5 und eine Leiterplatte,
wobei Bodenplatte und Leiterplatte derart zueinan-
der angeordnet sind, dass sich die flächige Seite des
Grundkörpers der Bodenplatte und eine flächige Sei-
te des Grundkörpers der Leiterplatte im Wesentli-
chen im rechten Winkel zueinander erstrecken, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte we-
nigstens eine Kontaktstelle aufweist, in welche der
Verbindungsabschnitt des Kontakts der Bodenplatte
eingepresst ist.

7. Elektronisches Bauteil, nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kontaktstelle als Boh-
rung und/oder als Schlitz ausgebildet ist.

8. Elektronisches Bauteil, nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Innenseite der Bohrung
und/oder die Innenseite des Schlitzes mit einem
elektrisch leitfähigen Metall, insbesondere Kupfer,
beschichtet ist.

9. Verfahren zur elektrischen und mechanischen Ver-
bindung einer Bodenplatte und einer Leiterplatte ei-
nes elektronischen Bauteils, insbesondere eines
elektronischen Relais, nach einem der Ansprüche 6
bis 8, bei dem

- mittels einer Positioniereinrichtung die Grund-
körper der Bodenplatte und der Leiterplatte der-
art angeordnet werden, dass sie winklig, insbe-
sondere rechtwinklig, zueinander ausgerichtet
sind und dass der Verbindungsabschnitt des
Kontakts der Bodenplatte derart über der Kon-
taktstelle der Leiterplatte positioniert wird, dass
Verbindungsabschnitt und Kontaktstelle mitein-
ander fluchten;
- mittels einer Presseinrichtung Kraft auf den
Kraftaufnahmeabschnitt der Bodenplatte
und/oder des Kontakts in Richtung der Leiter-
platte ausgeübt wird;
- der Verbindungsabschnitt in die Kontaktstelle
eingepresst wird, wobei in einem einzigen
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Schritt eine lötfreie elektrische Verbindung zwi-
schen Verbindungsabschnitt und Kontaktstelle
ausgebildet und die Bodenplatte mechanisch an
der Leiterplatte fixiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Presseinrichtung über einen
Pressabschnitt verfügt, welcher während des Press-
vorgangs mit dem Kraftaufnahmeabschnitt in Eingriff
gebracht wird.
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